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证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2026-052

东芯半导体股份有限公司

关于股票交易风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）近期股价波动

较大，存在市场情绪过热及非理性炒作的风险。公司股票价格自 2026年 6月

26 日至 2026 年 6 月 30 日连续 3 个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到

6.66%，2026年 6月 16日至 2026年 6月 30日连续 10个交易日内日收盘价涨

幅偏离值累计达到 24.74%，股票价格短期累计涨幅较大，未来可能存在股价

快速回落风险。

 根据中证指数有限公司官方网站发布的截至 2026年 6月 30日的市盈率数据显

示，公司所属的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》“C39计算

机、通信和其他电子设备制造业”最新静态市盈率为 81.94，公司静态市盈率

为负数，显著高于行业水平，存在估值较高的风险。公司郑重提醒广大投资者

注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

 公司所处的存储行业具有明显的周期性特征，公司的经营业绩与行业周期波动

密切相关。未来如果存储行业再次进入下行周期，市场需求的减弱和产品价格

的下跌将对公司的销售收入、毛利率及盈利水平等产生直接不利影响，进而可

能导致公司未来经营业绩出现较大幅度的波动。

 公司采用 Fabless 经营模式，专注于芯片的研发设计与销售，产品生产依赖上

游代工厂稳定的产能支持。公司采取"本土深度、全球广度"的供应链策略，与

国内外多家知名晶圆代工厂和封测厂建立了长期稳定的战略合作关系，并根据

市场供需关系动态调整投片规模。然而，在当前利基存储市场整体供应短缺的

背景下，如果未来上游代工厂产能供给进一步紧张，导致公司无法获得充足的
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产能支持，或者代工价格持续上涨，将对公司的产品交付、成本控制及整体经

营业绩产生不利影响。

 为维持公司的竞争地位并继续发展业务，公司持续围绕“存、算、联”一体化

战略推进技术研发与产品迭代。然而，集成电路设计行业技术门槛高、研发投

入大、产品研发周期长，芯片产品需要经历前期的技术论证及后期的不断研发

实践。研发过程较为复杂，存在不确定性，研发项目可能存在研发失败或产业

化失败的风险，可能导致公司竞争力有所下降，从而影响公司后续发展。

 公司股价短期波动幅度较大，特别提醒广大投资者，注意投资风险、理性决策、

审慎投资。

一、股价短期上涨后快速回落的风险

公司股票价格自2026年6月26日至2026年6月30日连续3个交易日内日收盘价

涨幅偏离值累计达到6.66%，2026年6月16日至2026年6月30日连续10个交易日内日

收盘价涨幅偏离值累计达到24.74%，股票价格短期累计涨幅较大，未来可能存在

股价快速回落风险。

二、估值较高的风险

根据中证指数有限公司官方网站发布的截至2026年6月30日的市盈率数据显

示，公司所属的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》“C39计算机、

通信和其他电子设备制造业”最新静态市盈率为81.94，公司静态市盈率为负数，

显著高于行业水平，存在估值较高的风险。

三、存储行业周期波动风险

公司所处的存储行业具有明显的周期性特征。目前，存储行业正处于周期性

上行时期，市场需求较为旺盛，供给端的扩张相对有限，产品价格处于高位。然

而，公司过往也曾经历过周期性低迷时期，在行业低谷期通常面临终端需求不足、

产品价格低迷、市场竞争加剧以及库存水平高企等不利局面。

公司的经营业绩与行业周期波动密切相关。因此，未来如果存储行业再次进

入下行周期，市场需求的减弱和产品价格的下跌将对公司的销售收入、毛利率及
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盈利水平等产生直接不利影响，进而可能导致公司未来经营业绩出现较大幅度的

波动。

四、公司经营风险

公司深耕利基型存储市场多年，是国内少数可同时提供NAND、NOR、DRAM

完整存储解决方案的厂商。公司下游客户主要集中在网络通信、安防监控、消费

电子、工业控制与汽车电子等领域。

目前利基型存储市场正面临供需关系的结构性失衡。供给端方面，全球存储

产业的供给侧正面临结构性调整，海外头部厂商陆续战略性退出2D NAND市场，

将产能资源向HBM等高附加值的高端存储产品倾斜，导致通用型及利基型存储的

有效供给持续收缩。而在需求端方面，与主流通用存储相比，利基型存储下游需

求基本面更为稳定：工控、车用电子、通信等核心应用领域需求保持稳步增长，

且SLC NAND 在高可靠性、高耐久性等关键性能指标上具备不可替代性，下游客

户需求具有持续性与刚性特征。

公司采用Fabless经营模式，专注于芯片的研发设计与销售，产品生产依赖上

游代工厂稳定的产能支持。公司采取"本土深度、全球广度"的供应链策略，与国内

外多家知名晶圆代工厂和封测厂建立了长期稳定的战略合作关系，并根据市场供

需关系动态调整投片规模。然而，在当前利基存储市场整体供应短缺的背景下，

如果未来上游代工厂产能供给进一步紧张，导致公司无法获得充足的产能支持，

或者代工价格持续上涨，将对公司的产品交付、成本控制及整体经营业绩产生不

利影响。

五、公司研发风险

为维持公司的竞争地位并继续发展业务，公司持续围绕“存、算、联”一体

化战略推进技术研发与产品迭代。然而，集成电路设计行业技术门槛高、研发投

入大、产品研发周期长，芯片产品需要经历前期的技术论证及后期的不断研发实

践。研发过程较为复杂，存在不确定性，研发项目可能存在研发失败或产业化失

败的风险，可能导致公司竞争力有所下降，从而影响公司后续发展。

六、其他说明
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截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司不存在其他

应披露未披露的重大事项。公司提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》

为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信

息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资

者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日


